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@Resumen:

Sistema modular de hardware multi-circuito integrado
de interaccién/comunicacion entre dispositivos.

El sistema de la invencién funciona como una capa de
abstraccién de hardware distribuida, que se sitta
entre las capas del dispositivo y sus conexiones,
abstrayendo la complejidad y heterogeneidad de los
sistemas y sus comunicaciones subyacentes. Para
ello, consiste en una serie de conectores o sockets
gue definen dicha capa intermedia de hardware (1),
en la que son acoplables y desacoplables de forma
sencilla y sin problemas de compatibilidad todo tipo
de componentes electrénicos, tales como memorias
volatiles (2), procesadores (3), diferentes
componentes (4), microcontroladores (5), impresoras
(6), encapsulados (7), asi como componentes (8) de
diferentes fabricantes, capa intermedia de hardware
(1) que se conecta al sistema principal, incorporando
dicha capa intermedia de hardware (1) una
electronica de control y homogeneizacion de los
diferentes estandares de control de los distintos
dispositivos y fabricantes, en un estandar propio de
comunicacion/interaccion con el sistema principal.
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DESCRIPCION

SISTEMA MODULAR DE HARDWARE MULTI-CIRCUITO INTEGRADO DE
INTERACCION/COMUNICACION ENTRE DISPOSITIVOS

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a wun sistema modular de hardware de
interaccion/comunicacion entre dispositivos, y mas concretamente a un sistema que permite
interactuar o comunicarse con diferente dispositivos de hardware o circuitos integrados
simplificando el trabajo de los disefiadores en la compleja tarea de generar conexiones y
sincronizaciones que son necesarias en los sistemas donde hay integrados diferentes Chips,

circuitos integrados, sensores, etc.

El objeto de la invencidén es por tanto proporcionar una solucién que mejore la calidad del

servicio, seguridad y flexibilidad de los sistemas electrénicos.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

A la hora de desarrollar sistemas electronicos en base a subsistemas o componentes
electronicos existentes en el mercado, los disefiadores se encuentran con la dificil tarea de
generar conexiones y sincronizaciones entre los distintos sub-sistemas, sobretodo si son de

diferentes fabricantes, presentando cada uno diferentes légicas internas.

Consecuentemente, en los desarrollos actuales, el disefiador del dispositivo electrénico de
que se trate se ve obligado a utilizar en sus circuitos una cantidad de sistemas de gestion
independientes que ocupan espacios e incrementan los costes, por otro lado, se ven
obligados en una fase muy temprana, en el disefio a seleccionar esa serie de componentes,
y eso les vincula de forma tacita a ese componente, no permitiendo cambio alguno sin
incurrir de nuevo en redisefar la propia electrénica y ademas hace que la curva de
aprendizaje a la hora de disefiar empiece de cero con cada disefio, dejando el hardware en

mano de un estudio metddico de funcionamiento basado siempre en umbrales de seguridad
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que no permiten una adaptacion correcta de los integrados en los aplicativos y la

modificacion en caso de error.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El sistema modular de hardware de interaccion entre dispositivos que se preconiza resuelve
de forma plenamente satisfactoria la problematica anteriormente expuesta, mejorando la

calidad del servicio, seguridad y flexibilidad de los sistemas electrénicos.

Para ello, el sistema de la invencion funciona como una capa de abstraccion de hardware
distribuida, que se situa entre las capas del dispositivo y sus conexiones, abstrayendo la

complejidad y heterogeneidad de los sistemas y sus comunicaciones subyacentes.

Esta capa intermedia de hardware dispuesta entre el los circuitos integrados, chips,
sensores etc... y el sistema que alberga estos soluciona mediante una interconexién fisica y
siguiendo un estricto sistema de interconexion basado en sockets que los productos puedan
ser construidos y deconstruidos o modificados en funcién de las caracteristicas necesarias o

de los requerimientos del momento.

De acuerdo con otra de las prestaciones de la invencién, dicha capa intermedia de hardware
permite ofrecer una reparabilidad de sus piezas de forma independiente, pues la
modularidad que el sistema aporta permite poder eliminar una parte dafiada sin tener que
recurrir a reparaciones o el desecho del producto, sustituyendo Unicamente la parte

afectada.

El sistema no solo permite la inter-operabilidad entre distintos fabricantes de
semiconductores, sino también entre distintos tipos del mismo fabricante, permitiendo que el

usuario en funcién del mercado o de la necesidad pueda seleccionar un componente u otro.

Esto también permite que los problemas generales de los semiconductores, como son la
locacion, (falta de suministro o escasez de este componente en circulacion en el mercado
por distintos motivos) de producto y la vinculaciéon a un producto concreto de un fabricante
deje de ser coercitiva para ser selectiva por el usuario en el momento que lo necesite.

Permitiendo crear stock y utilizarlo en su propio beneficio.
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Para ello, el sistema de la invencién se basa en diferentes conectores o “sockets” algunos
compatibles directamente entre ellos que permiten que combinandolos permitan crear
diferentes productos con un solo disefio. Ademas el usuario puede integrar el socket en sus

propios disefios ya funcionales o crearlos de nuevo de forma sencilla.

El sistema aporta igualmente flexibilidad en lo que respecta al software, pues permite la

creacion de soluciones modulares de software basadas en aplicativos por bloques.

Mediante la integracion del sistema de la invencion en el hardware desarrollado o el
producto se obtiene de manera rapida un “hardware intermedio” que permite el cambio y
modificacion sin necesidad de ligar el producto a un modelo concreto de integrado o de

fabricante.

De forma mas concreta, en el sistema de la invencion participan tres tipos de sockets, los

cuales se subdividen en varios tipos segun su capacidad.

El primero de ellos es el socket maestro, definiéndose un socket maestro de
microcontroladores, que permite la creacion de dispositivos extremadamente sencillos,
basados en microcontroladores o PICS, definiéndose un socket maestro intermedio,
compatible con el anterior, permitiendo al usuario de éste migrar a un integrado mas o

menos potente sin variar su disefo.

Por ultimo, se define un socket maestro complejo, que alberga microprocesadores mas
potentes o con mas prestaciones, manteniendo las compatibilidades con el resto de sockets

maestro.

Asi pues, el paso de un socket a otro unicamente limita el numero de conexiones pero al
albergarse en un producto contemplado o concebido diferente cuando migramos entre los
sockets hay funcionalidades extras que se ven afectadas. En muchos casos la seleccion del

socket marca la funcionalidad en si misma.

El segundo tipo de socket que participa en el sistema de la invencién es el socket esclavo.

Fisicamente es un socket maestro basico que alberga las mismas posibilidades incluso en
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algunos casos existen sockets maestros basicos que pueden funcionar como esclavo. Los
esclavo tienen funcionalidades muy especificas y la mayoria de veces necesitan un

microprocesador o microcontrolador para ser gestionados.

En estos sockets se suelen encontrar integrados del tipo sensores, transceptores, etc.. que

necesitan ser gestionados.

Por ultimo el tercer tipo de los sockets que participa en el sistema es el socket nucleo,

definiéndose tres tipos de sockets nucleo.

El socket nucleo mayor es el socket mas potente, que alberga desde unidades de proceso

grafico (GPU), a unidades de proceso (CPU).

Este socket se utiliza para soluciones de altas prestaciones que necesitan mucha velocidad

de ancho de banda en las comunicaciones.

No es compatible con ningun otro socket.

El socket nucleo intermedio esta disefiado para soluciones de mucha potencia, con GPU y

procesador integrado.

Por ultimo se ha previsto la participacion de un socket nucleo menor, orientado mas a
dispositivos moéviles de bajo consumo, conservando siempre una compatibilidad entre los

anteriores sockets descritos.

A partir de esta estructuracién, y combinando este tipo de sockets, es posible crear una capa
intermedia de hardware o capa de abstraccion de hardware distribuida, que se situa entre
las capas del dispositivo y sus conexiones, abstrayendo la complejidad y heterogeneidad de
los sistemas y sus comunicaciones subyacentes, permitiendo obtener asi productos que
puedan ser construidos y deconstruidos o modificados en funcién de las caracteristicas

necesarias o de los requerimientos del momento.
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DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripcidon que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar
a una mejor comprension de las caracteristicas del invento, de acuerdo con un ejemplo
preferente de realizacidon practica del mismo, se acompana como parte integrante de dicha
descripcion, un plano en donde con caracter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo

siguiente:

La figura 1.- Muestra un diagrama de bloques esquematico de un sistema modular de
hardware de interaccion entre dispositivos realizado de acuerdo con el objeto de la presente

invencion.

Las figuras 2a, 2b y 2c.- Muestran sendas representaciones esquematicas de tres ejemplos

de cdmo podrian materializarse los médulos maestro.

Las figuras 3a, 3b y 3c.- Muestran sendas representaciones esquematicas de tres ejemplos

de cdmo podrian materializarse los médulos nucleo.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

A la vista de la figura resefiada, puede observarse como el sistema que la invencion
propone se materializa en una serie de conectores o sockets que definen una capa
intermedia de hardware (1), en la que son acoplables y desacoplables de forma sencilla y
sin problemas de compatibilidad todo tipo de componentes electrénicos, tales como
memorias volatiles (2), procesadores (3), diferentes componentes (4), microcontroladores

(5), impresoras (6), encapsulados (7), asi como componentes (8) de diferentes fabricantes.

Para ello, este tipo de dispositivos no se conectan de forma directa al sistema principal de
que se trate, sino que, como se acaba de decir esta conexion se lleva a cabo a partir de una
serie de conectores 0 sockets especificos, entre los que se definen tres tipos, sockets

maestro, sockets esclavo y sockets nucleo.
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Estos dispositivos no se trata de simples conectores, sino que incorporaran una electronica
de control que homogeneiza los diferentes estandares de control de los distintos dispositivos
y fabricantes, en un estandar propio permitiendo migrar o sustituir integrados sin tener que
variar el disefo, permitiendo gestionar comunicaciones (9) de muy diferentes tipos, ya sea
por medio de buses, 12C, UART, SDIO, SPI, etc, con sensores (10), transceptores (11),
circuitos integrados (12), chips (13), memorias (14), etc, estando estos elementos

igualmente asociados a los correspondientes sockets.

Los sockets maestro, se dividen a su vez en basicos, intermedios y complejos para la

creacion de dispositivos sencillos, migracion de integrados, y otras prestaciones adicionales.

Este tipo de dispositivos siempre tendran un microcontrolador integrado en el, en algunos

casos puede llevar alimentaciones y memorias, pero no es obligatorio.

Vendra dispuesto siguiendo el estandar del socket seleccionado, haciendo que sean
compatibles y utilizables en todas las PCB que disponen de esos socket o alguno

compatible dentro de la misma familia.

Por su parte, los sockets esclavo tienen funcionalidades muy especificas y la mayoria de

veces necesitan un microprocesador o microcontrolador para ser gestionados.

De forma mas concreta, estos modulos estan compuestos por todo tipo de circuitos
integrados, moédulos de terceros o chips discretos, por norma general no seran
microcontroladores pero podrian llevar uno al uso para algo especifico, sensores,
comunicaciones, interpretes, etc.. ademas vendran siempre dispuestos con el mismo pinour

y en algunos casos pueden disponer de alimentacion.

Estos seran compatibles con todos los socket maestro basicos.

En cuanto a los sockets nucleo, se definen tres tipos de sockets nucleo, un socket nucleo

mayor, que alberga desde unidades de proceso grafico (GPU), a unidades de proceso

(CPU), un socket nucleo intermedio, disefiado para soluciones de mucha potencia, con GPU
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y procesador integrado y un socket nucleo menor, orientado mas a dispositivos moviles de

bajo consumo, siendo estos elementos compatibles entre si.

Estos sockets nucleo se compone de un microprocesador, una memoria RAM modular o no
y una fuente de alimentacion en forma de PMIC programable que permite la alimentacion de
los componentes que estan en el propio nucleo y de los que estan en el exterior ya sea en la

PCB o en los moédulos.

Esta alimentacion permite una total compatibilidad entre todas las partes del sistema.

Para ello, se disponen una serie de conectores en la parte inferior que permiten un

conexionado con todos los dispositvos que tengan el socket y su compatibilidad entre ellos.

Las alimentaciones quedan englobadas dentro del propio socket nucleo y permiten ser

configuradas con cualquier tipo de microprocesador, FPGA u otro sistema computerizado.
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REIVINDICACIONES

12.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre
dispositivos, caracterizado porque consiste en una serie de conectores o sockets que
definen una capa intermedia de hardware (1), en la que son acoplables y desacoplables de
forma sencilla y sin problemas de compatibilidad todo tipo de componentes electrénicos,
tales como memorias volatiles (2), procesadores (3), diferentes componentes (4),
microcontroladores (5), impresoras (6), encapsulados (7), asi como componentes (8) de
diferentes fabricantes, capa intermedia de hardware (1) que se conecta al sistema principal,
incorporando dicha capa intermedia de hardware (1) una electronica de control vy
homogeneizacion de los diferentes estandares de control de los distintos dispositivos y
fabricantes, en un estandar propio de comunicacién/interaccién con el sistema principal,
habiéndose previsto que entre los sockets que definen la capa intermedia de hardware (1)

se definan tres tipos: sockets maestro, sockets esclavo y sockets nucleo.

22 - Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre
dispositivos, segun reivindicacién 12 caracterizado porque los sockets maestro se

subdividen a su vez en tres tipos: basico, intermedio y complejo.

32.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccién/comunicacién entre
dispositivos, segun reivindicacion 22, caracterizado porque el socket maestro basico incluye

medios para la creacién de dispositivos sencillos.

42 - Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre
dispositivos, segun reivindicacion 22, caracterizado porque el socket maestro intermedio,

incluye medios para la migracion de integrados mas potentes.

52.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre
dispositivos, segun reivindicacion 22 caracterizado porque el socket maestro complejo

incluye micros de alta potencia, memorias y fuente propia de alimentacion.

62.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre

dispositivos, segun reivindicacién 1?2, caracterizado porque los sockets esclavo son
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gestionados por un microprocesador o microcontrolador, incluyendo medios para el

conexionado de sensores, transceptores e integrados que deban ser gestionados.

72.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccién/comunicacién entre
dispositivos, segun reivindicacion 12, caracterizado porque los sockets nucleo se subdividen

a su vez en tres tipos: mayor, intermedio y menor.

82.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre
dispositivos, segun reivindicacion 72, caracterizado porque el socket nucleo mayor alberga

desde unidades de proceso grafico (GPU), a unidades de proceso (CPU).

92.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccidon/comunicacion entre
dispositivos, segun reivindicacion 72, caracterizado porque el socket nucleo intermedio

incluye una GPU y procesador integrado.
102.- Sistema modular de hardware multi-circuito integrado de interaccion/comunicacion

entre dispositivos, segun reivindicacion 72, caracterizado porque el socket nucleo menor,

incluye medios de gestion dispositivos moviles de bajo consumo.

10
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